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序 

 

 

 現在、ソサエティ 5.0やコネクティッド・インダストリーなどが議論されて

おり、我が国の技術・経済社会は大きな変革期を迎えております。こうした中

で、新技術や新システムを社会に導入するためには、技術を検討するだけでは

なく、経済社会の変革のあり方を検討し、イノベーションのための戦略を策定

することが重要です。こうした戦略を策定するため、一般財団法人機械システ

ム振興協会では、平成２６年度から、外部の関係組織の皆様とともに「イノベ

ーション戦略策定事業」を進めてきました。 

 

 この事業の一環として、一般社団法人日本ファインセラミックス協会に委託

して、「高信頼性のためのセラミックス産業のコネクティッド化に関する戦略策

定」のプロジェクトを実施しました。これは、セラミックス部品の用途が自動

車市場に拡大するに伴い、要求される寿命が大きく延びることを背景として、

セラミックスに関連する川上・川中・川下の企業の間で信頼性に係る情報を共

有すること、すなわちコネクティッド化することで、セラミックス部品の高い

信頼性を実現する戦略を策定するものです。これにより、企業の枠を超えた今

後の研究開発の方向性が示されました。 

 

この中で、多様な分野の関係者とともに弊協会も参加して議論・検討を行い

ました。また、弊協会に設置しております「機械システム開発委員会」(委員長：

東大名誉教授 大場 善次郎 氏)の指導・助言を受けました。 

 

 この成果が、機械システムによる経済・社会の変革に寄与することとなれば

幸いです。 

 

 

令和２年３月 

一般財団法人 機械システム振興協会 

  



はじめに 

 

 ファインセラミックス産業がスマートフォン市場から、５Ｇと自動車市場へ

の転換がまさに始まった中で、セラミックス部品に要求される耐用年数は 3 年

から 10 年へと延び、信頼性向上が大きな課題になっている。今後のグローバル

市場を勝ち抜く上で、信頼性を含めた全体最適を図るためには、原材料の信頼

性、セラミックス部品の信頼性、完成品の信頼性に関する情報流通を円滑化し、

サプライチェーン全体として信頼性向上に取り組むこと、それにより自動車な

どの最終的な製品の信頼性を上げることが必要となってきている。また同時に、

大学・研究機関との協力関係を確立し、プロセスのサイエンス化を進めて、「ス

ーパーセラミックス」へ向けた取り組みが必要となっている。まさに今このタ

イミングで、ファインセラミックスの高信頼性への戦略策定を行えたことに感

謝している。 

このような背景からくる要請のもと、私共では、前方・後方企業間情報共有

を「コネクティッド化」と銘打ち、「高信頼性のためのセラミックス産業のコネ

クティッド化に関する戦略策定」委員会を設立して、どのような戦略が考えら

れるかについて調査検討を行った結果を報告する。 

 

 

 

令和２年３月 

一般社団法人日本ファインセラミックス協会 
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